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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ANPRESSEN EINES OBEREN POLIERTUCHS GEGEN 
EINEN OBEREN POLIERTELLER EINER MASCHINE ZUM GLEICHZEITIGEN POLIEREN EINER 
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(57) Vorrichtung und Verfahren zum Anpressen ei-
nes oberen Poliertuchs gegen einen oberen Polierteller
einer Maschine zum gleichzeitigen Polieren einer Vor-
derseite und einer Rückseite einer Halbleiterscheibe zwi-
schen dem oberen Polierteller und einem unteren Polier-
teller: Die Vorrichtung umfasst
zwei parallel liegende Linearschienen, die in geringem
Abstand über dem unteren Polierteller parallel zu einem
dazwischenliegenden Radius des unteren Poliertellers
angeordnet sind;
einen Grundkörper, auf dem die Linearschienen befestigt
sind;
zwei entlang der Linearschienen bewegbare, angetrie-
bene Schlitten;
von den Schlitten getragene Aktuatoren zum Anheben
und Absenken einer Walze, die an den Aktuatoren be-
festigt und zwischen den Linearschienen angeordnet ist;
und eine Steuerung zum synchronen Hin- und Herbewe-
gen der Schlitten zwischen einem äußeren und einem
inneren Stiftkranz der Maschine und zum synchronen
Bewegen der Aktuatoren.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung
zum Anpressen eines oberen Poliertuchs gegen einen
oberen Polierteller einer Maschine zum gleichzeitigen
Polieren einer Vorderseite und einer Rückseite einer
Halbleiterscheibe. Gegenstand der Erfindung ist auch
ein entsprechendes Verfahren, welches die Vorrichtung
verwendet.

Stand der Technik / Probleme

[0002] Das beidseitige Polieren von Werkstücken wie
Halbleiterscheiben wird auch Doppelseitenpolitur (DSP)
genannt. Grundzüge der DSP von Halbleiterscheiben
sind beispielsweise in US 2003 0 054 650 A1 und in DE
100 07 390 A1 beschrieben.
[0003] In der Regel werden beide Polierteller einer
DSP-Anlage mit Poliertüchern beklebt. Diese sollten bla-
senfrei aufgeklebt sein, um eine Quelle auszuschließen,
die das gewünschte Polierergebnis beeinträchtigt. Das
jeweilige Poliertuch sollte auf dem Polierteller auch
gleichmäßig stark haften. Um die notwendige Haftung
zu erreichen, können die Poliertücher zwischen den Po-
liertellern zusammengepresst werden (Tuchpressen).
Durch das Pressen verfließt der Kleber und haftet besser.
Verfahren zum Schaffen einer klebenden Verbindung
zwischen dem jeweiligen Poliertuch und dem entspre-
chenden Polierteller sind aus US 2007 0 087 671 A1, JP
2006 289 523 A, JP 2006 346 808 A und DE 102 39 774
A1 bekannt.
[0004] Vor dem Tuchpressen wird das obere Polier-
tuch, das ringförmig ausgebildet ist, auf den oberen Po-
lierteller geklebt. Ein solches Verfahren ist beispielswei-
se in EP 4 000 806 A1 beschreiben. Danach müssen
Blasen im Zwischenraum zwischen dem oberen Polier-
teller und dem oberen Poliertuch entfernt werden, weil
das mit Tuchpressen allein nur unzureichend gelingt.
Solche Blasen können manuell mittels einer Rakel oder
einer Walze zum Außenrand oder Innenrand des oberen
Poliertuchs gedrückt und dort aus dem Zwischenraum
herausgepresst werden.
[0005] Diese Arbeit ist anstrengend und schwierig, weil
währenddessen überkopf gearbeitet werden muss. In EP
4 000 806 A1 wird zwar darauf hingewiesen, dass der
Vorgang auch maschinell durchgeführt werden kann, es
bleibt aber offen, in welcher Weise das umgesetzt wer-
den kann.
[0006] US 2007 0 087 671 A1 empfiehlt nach dem Auf-
kleben der Poliertücher eine Walzen-Einheit mit radial
angeordneten Walzen zwischen den unteren und den
oberen Polierteller zu klemmen und die Polierteller ge-
gensinnig zu drehen. Da radial angeordnete Walzen Bla-
sen im Zwischenraum zwischen Polierteller und Polier-
tuch hauptsächlich in Umfangsrichtung bewegen, ver-
mögen sie nur unzureichend Blasen aus diesem Zwi-
schenraum zu entfernen.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine

effizientere Lösung anzubieten, um Blasen aus dem Zwi-
schenraum zwischen dem oberem Polierteller und dem
oberen Poliertuch zu entfernen.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Vorrichtung zum Anpressen eines oberen Polier-
tuchs gegen einen oberen Polierteller einer Maschine
zum gleichzeitigen Polieren einer Vorderseite und einer
Rückseite einer Halbleiterscheibe zwischen dem oberen
Polierteller und einem unteren Polierteller, umfassend

zwei parallel liegende Linearschienen, die in gerin-
gem Abstand über dem unteren Polierteller parallel
zu einem dazwischenliegenden Radius des unteren
Poliertellers angeordnet sind;
einen Grundkörper, auf dem die Linearschienen be-
festigt sind;
zwei entlang der Linearschienen bewegbare, ange-
triebene Schlitten;
von den Schlitten getragene Aktuatoren zum Anhe-
ben und Absenken einer Walze, die an den Aktua-
toren befestigt und zwischen den Linearschienen
angeordnet ist; und eine Steuerung zum synchronen
Hin- und Herbewegen der Schlitten zwischen einem
inneren und einem äußeren Stiftkranz der Maschine
und zum synchronen Bewegen der Aktuatoren.

[0009] Die Linearschienen sind vorzugsweise auf ei-
nem Ring oder einer Platte als Grundkörper befestigt.
Der Ring beziehungsweise die Platte liegt auf dem un-
teren Poliertuch und weist eine Verzahnung auf, die in
den äußeren und in den inneren Stiftkranz der Maschine
eingreift. Die Linearschienen können über den Rand des
unteren Poliertellers ragen. Es ist aber auch möglich, sie
bis auf eine Länge zu verkürzen, die dem Abstand zwi-
schen dem inneren Stiftkranz und dem äußeren Stift-
kranz entspricht.
[0010] Die Aktuatoren arbeiten vorzugsweise pneu-
matisch oder elektrisch.
[0011] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ein
Verfahren zum Anpressen eines oberen Poliertuchs ge-
gen einen oberen Polierteller einer Maschine zum gleich-
zeitigen Polieren einer Vorderseite und einer Rückseite
einer Halbleiterscheibe, umfassend

das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem obe-
ren Poliertuch; und
das Anordnen der Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3 über dem unteren Poliertuch;
das Anordnen des oberen Poliertellers über dem un-
teren Polierteller in einem Abstand zueinander, der
es erlaubt, die Walze der Vorrichtung gegen das
obere Poliertuch zu pressen; und
das zumindest zeitweise Pressen der Walze gegen
das obere Poliertuch bei gleichzeitigem Drehen des
oberen Poliertellers und Hin- und Herbewegen der
Walze zwischen dem inneren und dem äußeren Stift-
kranz der Maschine.
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[0012] Das obere Poliertuch wird auf den oberen Po-
lierteller geklebt und dabei in einen Zwischenzustand ge-
bracht, in dem Blasen im Zwischenraum zwischen dem
oberen Poliertuch und dem oberen Polierteller vorhan-
den sind und das obere Poliertuch noch nicht gleichmä-
ßig am oberen Polierteller haftet. Das kann beispielswei-
se geschehen, indem das obere Poliertuch auf dem un-
teren Poliertuch abgelegt wird, wobei die klebende
Schicht des oberen Poliertuchs nach oben weisend, also
vom unteren Polierteller abgewendet liegt, und die Po-
lierteller gegeneinandergepresst werden. Es kann auch
so vorgegangen werden, wie es in EP 4 000 806 A1 be-
schrieben ist.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird ver-
wendet, um im nächsten Schritt die Blasen aus dem Zwi-
schenraum zwischen dem oberen Polierteller und dem
oberen Poliertuch zu entfernen. Zu diesem Zweck wird
die Vorrichtung über dem unteren Poliertuch angeordnet
und der obere Polierteller über den unteren Polierteller
geschwenkt, so dass ein geringer Abstand zwischen bei-
den Poliertellern besteht. Bei diesem Abstand berührt
die Walze noch nicht das obere Poliertuch, sofern die
Aktuatoren sie noch nicht angehoben haben. Der Ab-
stand ist aber auch ausreichend klein, damit die Walze
mittels der Aktuatoren gegen das obere Poliertuch ge-
presst werden kann. Danach wird der obere Polierteller
gedreht, vorzugsweise mit einer Geschwindigkeit von
nicht weniger als 0,1 U/min und nicht mehr als 1 U/min,
besonders bevorzugt 0,2 U/min, und die Walze mittels
der Aktuatoren angehoben, so dass sie gegen das obere
Poliertuch gedrückt wird. Der Anpressdruck der Walze
beträgt vorzugsweise 1,8 x 105 Pa - 2,0 x 105 Pa (1,8
bar - 2,0 bar) und kann variiert werden.
[0014] Gleichzeitig mit dem Pressen der Walze gegen
das obere Poliertuch wird die Walze mit den Schlitten
entlang der Linearschienen zwischen dem inneren und
dem äußeren Stiftkranz der Poliermaschine bewegt. Da-
bei treibt die Walze, Blasen vornehmlich in radialer Rich-
tung vom Innenrand zum Außenrand des oberen Polier-
tuchs und damit aus dem Zwischenraum zwischen dem
oberen Poliertuch und dem oberen Polierteller. Die Ge-
schwindigkeit der Walzenbewegung entlang der Linear-
schienen beträgt vorzugsweise 0,5 m/s - 1,5m/s und
kann ebenfalls variiert werden.
[0015] Die Walze wird zumindest zeitweise gegen das
obere Poliertuch gepresst, während der obere Poliertel-
ler gedreht und die Walze zwischen dem inneren und
dem äußerem Stiftkranz der Maschine bewegt wird.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform wird die Walze
zwischen dem inneren und dem äußeren Stiftkranz der
Poliermaschine hin- und herbewegt und gegen das obere
Poliertuch gepresst, während der obere Polierteller ge-
dreht wird.
[0017] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
die Walze zwischen dem inneren und dem äußeren Stift-
kranz der Poliermaschine hin- und herbewegt und nur
auf dem Hin- oder Rückweg gegen das obere Poliertuch
gepresst, während der obere Polierteller gedreht wird.

[0018] Die weitere Beschreibung der Erfindung erfolgt
unter Bezugnahme auf Zeichnungen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0019]

Fig. 1 zeigt Merkmale einer DSP-Poliermaschine bei
Draufsicht auf den unteren Polierteller.
Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

[0020]

1 unterer Polierteller
2 unteres Poliertuch
3 Innenrand
4 Außenrand
5 innerer Stiftkranz
6 äußerer Stiftkranz
7 oberes Poliertuch
8 oberer Polierteller
9 Linearschienen
10 Schlitten
11 Aktuator
12 Walze
13 Steuerung
14 Ring
15 Leisten
16 Außenverzahnung

Detaillierte Beschreibung erfindungsgemäßer Ausfüh-
rungsbeispiele

[0021] Fig.1 zeigt Merkmale einer DSP-Poliermaschi-
ne bei Draufsicht auf den unteren Polierteller 1, auf dem
ein ringförmiges unteres Poliertuch 2 aufgeklebt ist. Pa-
rallel zum Innenrand 3 und zum Außenrand 4 des unteren
Poliertuchs 2 und des unteren Poliertellers 1 sind ein
innerer Stiftkranz 5 und ein äußerer Stiftkranz 6 ange-
ordnet, mittels derer die Polierteller 1,8 gedreht werden
können.
[0022] Wie in Fig.2 dargestellt ist, wird der untere Po-
lierteller 1 dazu verwendet, um die Vorrichtung zum An-
pressen des oberen Poliertuchs 7 gegen den oberen Po-
lierteller 8 darauf abzustützen. Die Vorrichtung umfasst
zwei parallel liegende Linearschienen 9, die in geringem
Abstand über dem unteren Polierteller 1 parallel zu einem
dazwischenliegenden Radius des unteren Poliertellers 1
angeordnet sind. Jede der Linearschienen 9 dient jeweils
einem Schlitten 10 als Führung, wobei jeder der Schlitten
10 einen Aktuator 11 trägt und eine Walze 12 an den
Aktuatoren befestigt ist, so dass die Walze zwischen den
Linearschienen 9 angeordnet ist. Die Aktuatoren können
die Walze 12 anheben und wieder absenken und die
Schlitten 10 sie entlang eines Wegs zwischen dem äu-
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ßeren Stiftkranz 6 und dem inneren Stiftkranz 5 bewe-
gen. Die Schlitten 10 und die Aktuatoren 11 bewegen
sich jeweils synchron, was durch eine Steuerung 13
(Controller) sichergestellt wird.
[0023] Gemäß der dargestellten Ausführungsform lie-
gen die Linearschienen 9 auf einem Ring 14 und im Ring
14 liegende Leisten 15 auf, wobei der Ring 14 eine Au-
ßenverzahnung 16 aufweist, die in den äußeren Stift-
kranz 6 und in den inneren Stiftkranz 5 der Maschine
eingreift.
[0024] Zum Durchführen des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird das obere Poliertuch 7 in einem Zwi-
schenzustand gebracht, in dem Blasen im Zwischen-
raum zwischen dem oberen Poliertuch 7 und dem oberen
Polierteller 8 vorhanden sind und das obere Poliertuch
7 noch nicht gleichmäßig am oberen Polierteller 8 haftet.
[0025] Danach wird die Vorrichtung zum Anpressen
des oberen Poliertuchs 7 gegen den oberen Polierteller
8 über dem unteren Poliertuch 2 angeordnet, und der
obere Polierteller 8 über den unteren Polierteller 1 ge-
schoben. Die beiden Polierteller 8,1 haben einen Ab-
stand zueinander, der es erlaubt, die Walze 12 der Vor-
richtung gegen das obere Poliertuch 7 zu pressen.
[0026] Fig. 2 zeigt sie Situation, bevor der obere Po-
lierteller 8 über den unteren Polierteller 1 angeordnet
wurde.
[0027] Anschließend wird der obere Polierteller 8 lang-
sam gedreht und die Walze 12 mittels der Schlitten 10
zwischen dem äußeren Stiftkranz 6 und dem inneren
Stiftkranz 5 hin- und herbewegt, während die Aktuatoren
11 die Walze 12 zumindest zeitweise gegen das obere
Poliertuch 7 pressen.
[0028] Es konnte nachgewiesen werden, dass der Vor-
teil des Verfahrens nicht nur darin besteht, anstrengende
manuelle Arbeit zu vermeiden, sondern sich auch vor-
teilhaft auf das Polierergebnis auswirkt. Die Geometrie,
also die Ebenheit und Planparallelität polierter Halblei-
terscheiben aus einkristallinem Silizium wurde gemes-
sen, auch die lokale Geometrie am Rand, und zu einem
Messwert zusammengefasst, der die Messergebnisse
von GBIR (global flatness back ideal range) und ESFQR
(edge site front least squares range) vereint. Dieser
Messwert war um durchschnittlich nahezu 17,8 % klei-
ner, wenn das obere Poliertuch vor der Politur nicht ma-
nuell, sondern erfindungsgemäß gegen den oberen Po-
lierteller gepresst worden war.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anpressen eines oberen Polier-
tuchs gegen einen oberen Polierteller einer Maschi-
ne zum gleichzeitigen Polieren einer Vorderseite
und einer Rückseite einer Halbleiterscheibe zwi-
schen dem oberen Polierteller und einem unteren
Polierteller, umfassend

zwei parallel liegende Linearschienen, die in ge-

ringem Abstand über dem unteren Polierteller
parallel zu einem dazwischenliegenden Radius
des unteren Poliertellers angeordnet sind;
einen Grundkörper, auf dem die Linearschienen
befestigt sind;
zwei entlang der Linearschienen bewegbare,
angetriebene Schlitten;
von den Schlitten getragene Aktuatoren zum
Anheben und Absenken einer Walze, die an den
Aktuatoren befestigt und zwischen den Linear-
schienen angeordnet ist; und eine Steuerung
zum synchronen Hin- und Herbewegen der
Schlitten zwischen einem inneren und einem
äußeren Stiftkranz der Maschine und zum syn-
chronen Bewegen der Aktuatoren.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen Ring oder eine Platte als Grundkörper
und im Ring liegende Leisten, auf denen die Linear-
schienen abgestützt sind, wobei der Ring oder die
Platte eine Verzahnung aufweist, die in den äußeren
und in den inneren Stiftkranz der Maschine eingreift.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aktuatoren pneu-
matisch oder elektrisch arbeiten.

4. Verfahren zum Anpressen eines oberen Poliertuchs
gegen einen oberen Polierteller einer Maschine zum
gleichzeitigen Polieren einer Vorderseite und einer
Rückseite einer Halbleiterscheibe, umfassend

das Bekleben des oberen Poliertellers mit dem
oberen Poliertuch; und
das Anordnen der Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3 über dem unteren Poliertuch;
das Anordnen des oberen Poliertellers über
dem unteren Polierteller in einem Abstand zu-
einander, der es erlaubt, die Walze der Vorrich-
tung gegen das obere Poliertuch zu pressen;
und
das zumindest zeitweise Pressen der Walze ge-
gen das obere Poliertuch bei gleichzeitigem
Drehen des oberen Poliertellers und Hin- und
Herbewegen der Walze zwischen dem inneren
und dem äußeren Stiftkranz der Maschine.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Walze zwischen dem äußeren
und dem inneren Stiftkranz der Poliermaschine hin-
und herbewegt und währenddessen gegen das obe-
re Poliertuch gepresst wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Walze zwischen dem äußeren
und dem inneren Stiftkranz der Poliermaschine hin-
und herbewegt und nur auf dem Hin- oder Rückweg
gegen das obere Poliertuch gepresst wird.
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